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^ (57) Abstract: The invention concerns a device (40) comprising a combination of at least two contact-free integrated circuits (45), 
TH each integrated circuit being connected to an individual antenna coil (46) to transmit and/or receive data by inductive coupling! 
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Oin inductively coupled with the collective antenna coil. The invention is applicable to smart cards, electronic badges or electronic 
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(57) Abrege : La presente invention concerne un dispositif (40) comprenant une combinaison d'au moins deux circuits integres 
sans contact (45), chaque circuit integre etant connecte a une bobine d'antenne individuelle (46) pour emettre et/ou recevoir des 
donnees par couplage inductif. Le dispositif scion l'invention comprend une bobine d'antenne collective (42) de plus grand taille 
que les bobines d'antenne individuelles des circuits integres, et des moyens (41) pour agencer la bobine d'antenne individuelle d'un 
circuit integre a proximite de la bobine d'antenne collective, au moins lorsque des donnees doivent etre lues et/ou ecrites dans le 
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DISPOSITIF ELECTRON I QUE PORTABLE COMPRENANT PLUSIEURS 
CIRCUITS INTEGRES SANS CONTACT 



La presente invention concerne les circuits 
integres sans contact et les dispositifs electroniques 
portables realises au moyen de tels circuits integres. 

Ces dernieres annees, on a developpe et mis au 
5 point des circuits integres dits "sans contact" capables 
de recevoir ou de transmettre des donnees par couplage 
induct if, par 1 1 intermediaire d'une bobine d'antenne. Des 
exemples de realisation de tels circuits integres sont 
decrits dans les demandes WO 98/02840, WO 98/02980, 
10 WO 98/05123, WO 98/06057 et WO 98/06056 au nom de la 
demanderesse . De tels circuits integres sont par ailleurs 
en cours de normalisation et font notamment l'objet du 
projet de norme ISO 14443, cite ici a titre non 
limitatif . 

15 La figure 1 represente tres schematiquement un 

circuit integre sans contact 1 connecte a une bobine 
d'antenne 2. Le circuit integre 1 est actif lorsque la 
bobine 2 est plongee dans un champ magnetique FLD emis 
par une station 5 d ' emission/reception de donnees 

20 comprenant elle-meme, a cet effet, une bobine d'antenne 
6. Le champ magnetique FLD emis par la station 5 oscille 
a une frequence determinee, par exemple 13,56 MHz selon 
la norme ISO 14443. Le plus generalement , la transmission 
de donnees DTr dans le sens de la station 5 vers le 

25 circuit integre 1 est assuree par modulation de 
1' amplitude du signal d'antenne, par exemple avec une 
profondeur de modulation de 100% (ISO 14443/A) ou de 10% 
(ISO 14443/B) . La transmission de donnees DTx dans le 
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sens du circuit integre 1 vers la station 5 est assuree 
par modulation de la charge de la bobine 2. Le signal de 
modulation de charge se repercute par couplage inductif 
dans la bobine_ 6 de la station 2 ou il est filtre et 
5 decode pour l 1 extraction des donnees DTx qu'il contient. 

De tels circuits integres trouvent de nombreuses 
applications et permettent notamment de realiser des 
cartes a. puce sans contact, des badges electroniques sans 
contact, des etiquettes electroniques sans contact, etc. . 

10 Selon une idee qui represente en soi un aspect de 

la presente invention, on souhaite realiser un dispositif 
electronique portable comprenant une combinaison de 
circuits integres sans contact. 

La presente invention se fonde en effet sur la 

15 consideration selon laquelle une combinaison de plusieurs 
circuits integres sans contact est susceptible de 
presenter divers avantages et de trouver diverses 
applications, ce qui sera demontre dans ce qui suit. 

Toutefois, pour etre avantageux, un dispositif 

20 comprenant plusieurs circuits integres sans contact doit 
presenter un faible encombrement et offrir une distance 
maximale de communication avec chacun des circuits 
integres qui ne soit pas trop faible. Par "distance 
maximale de communication", on designe la distance de 

25 communication au-dela. de laquelle aucune transmission de 
donnees n'est possible, en raison d'un couplage inductif 
trop faible. 

Or, une simple juxtaposition de circuits integres 
sans contact equipes chacun d'une bobine d'antenne ne 

30 permet pas de trouver compromis satisfaisant entre un 
encombrement minimal du dispositif et une distance 
maximale de communication satisf aisante, en vertu du 
principe selon lequel la distance maximale de 
communication augmente proportionnellement avec la taille 

35 de la bobine d'antenne. Ainsi, la juxtaposition de 
plusieurs micromodules de petite taille incorporant un 
circuit integre sans contact et une antenne de faibles 
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dimensions conduit a realiser un dispositif de taille 
satisf aisante mais dans lequel chaque micromodule offre 
une distance maximale de communication faible. 
Inversement, la juxtaposition de plusieurs modules 
5 incorporant chacun un circuit integre sans contact et une 
antenne de grand diametre conduit a realiser un 
dispositif offrant une distance maximale de communication 
satisfaisante mais presentant un encombrement important 
et un prix de revient non negligeable en raison du cout 

10 de fabrication de chaque antenne et de la matiere 
premiere consommee. 

Ainsi, la presente invention vise un dispositif 
comprenant une combinaison de circuits integres sans 
contact qui presente un encombrement reduit tout en 

15 offrant une distance maximale de communication 
satisfaisante . 

Cet objectif est atteint par la prevision d'un 
dispositif comprenant une combinaison d'au moins deux 
circuits integres sans contact, chaque circuit integre 

20 £tant connecte a. une bobine d' antenne individuelle pour 
emettre et/ou recevoir des donnees par couplage inductif , 
le dispositif comprenant une bobine d' antenne collective 
de plus grande taille que les bobines d' antenne 
individuelles des circuits integres, et des moyens pour 

25 agencer la bobine individuelle d'un circuit integre a 
proximite de la bobine collective, au moins lorsque des 
donnees doivent §tre lues et/ou ecrites dans le circuit 
integre, de maniere que la bobine individuelle du circuit 
integre soit couplee inductivement a la bobine 

30 collective, les circuits integres etant agences ou 
programmes pour mettre en oeuvre un protocole 
anticollision permettant a une station d 1 emission et/ou 
reception de donnees de selectionner un circuit integre 
et un seul au cours d'une communication avec le 

35 dispositif. 
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Selon un mode de realisation, la bobine 
individuelle de cliaque circuit integre est couplee de 
facon permanente a la bobine collective. 

Selon un mode de realisation, la bobine collective, 
5 les circuits integres et les bobines d'antenne 
individuelles sont agences sur un support commun, les 
circuits integres et les bobines d'antenne individuelles 
etant places au centre de la bobine collective. 

Selon un mode de realisation, la bobine collective 
10 est agencee sur un premier support, les circuits integres 
sont agences sur un ou plusieurs supports differents du 
premier support, le dispositif comprenant des moyens pour 
rapprocher le support d'un circuit integre du support de 
la bobine collective au moins lorsque des donnees doivent 
15 etre lues et/ou ecrites dans le circuit integre. 

Selon un mode de realisation, la bobine collective 
et les circuits integres sont agences sur des supports 
sensiblement plats articules autour d'un axe de maniere a 
former une sorte de carnet. 
20 Selon un mode de realisation, les supports plats 

sont des pochettes. 

Selon un mode de realisation, chaque circuit 
integre et sa bobine d'antenne individuelle sont realises 
sous la forme d'un micromodule de faibles dimensions. 
25 Selon un mode de realisation, les circuits integres 

sont agences ou programmes pour former ensemble un 
circuit integre equivalent dont la capacite globale de 
stockage de donnees est superieure a la capacite de 
stockage individuelle de chacun des circuits integres. 
30 Selon un mode de realisation, chaque circuit 

integre comprend dans sa memoire une donnee representant 
le rang du circuit integre au regard des autres circuits 
integres du dispositif, en vue de 1' addition des 
capacites de stockage de donnees des circuits integres 
35 par addition de zones memoire. 

Ces objets, caracteristiques et avantages ainsi que 
d' autres de la presente invention seront exposes plus en 
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detail dans la description suivante de deux exemples de 
realisation d'un dispositif selon 1' invention, faite a. 
titre non limitatif en relation avec les figures jointes 
parmi lesquelles : 
5 - la figure 1 precedemment decrite represente 
schematiquement un circuit integre sans contact et une 
station d ' emission/reception de donnees, 

- la figure 2 represente schematiquement une carte a. puce 
sans contact classique d'un premier type, 

10 - la figure 3 represente schematiquement une carte a puce 
sans contact classique d'un second type, 

- la figure 4 represente un micromodule electronique sans 
contact classique d'un premier type, 

- la figure 5 represente un micromodule electronique sans 
15 contact classique d'un second type, 

- la figure 6 represente un micromodule electronique sans 
contact classique d'un troisieme type, 

- la figure 7 represente un agencement classique de 
circuits integres sans contact dans lequel la mise en 

20 oeuvre d'un procede anticollision est necessaire, 

la figure 8 represente un premier exemple de 
realisation d'un dispositif selon 1 1 invention, 

- la figure 9 represente par une vue de profil un 
deuxieme exemple de realisation d'un dispositif selon 

25 1' invention, 

- la figure 10 est une vue de face du dispositif de la 
figure 9 , et 

la figure 11 est un schema representant une 
architecture classique de circuit integre sans contact. 

30 Rappels sur les techniques classiques de 

realisation de modules electroniques sans contact 

Comme on l'a indique au preambule, la simple 
juxtaposition d'un ensemble de circuits integres sans 
contact equipes chacun d'une bobine d'antenne, ne permet 

35 pas de trouver compromis satisfaisant entre un 
encombrement minimal et une distance satisf aisante de 
communication avec chacun des circuits integres . 
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Les figures 2 a 6 representent divers mode de 
realisation classiques de modules electroniques sans 
contact, et illustrent le probleme technique que cherche 
a resoudre 1 1 invention. Les figures 2 et 3 representent 
5 des modules sans contact du type carte a puce presentant 
une distance maximale de communication etendue, pouvant 
atteindre plusieurs dizaines de centimetres, mais d'un 
encombrement non negligeable. Les figures 4 a 6 
representent des micromodules sans contact de faible 

10 encombrement, mais off rant une distance maximale de 
communication reduite, de l'ordre du millimetre a 
quelques centimetres selon le micromodule considers. 

Dans la presente demande, les valeurs de distance 
maximale de communication mentionnees n'ont qu'une valeur 

15 relative et sont basees sur des constatations 
experimentales faites dans des conditions normales de 
couplage induct if, notamment une puissance consommee par 
1 1 antenne d ' une station d ' emission/ reception de donnees 
de l'ordre de quelques Watt. 

20 Le module 10 represents en figure 2 est une carte a 

puce sans contact ou un badge electronique constitue' par 
un support rectangulaire 11 en matiere plastique sur 
lequel (ou dans lequel) est agence un circuit integre 
sans contact 1 et sa bobine d' antenne 12. La bobine 12 

25 parcourt la peripherie du support 11 en une ou plusieurs 
spires et offre une distance maximale de communication 
importante, de l'ordre de la dizaine de centimetre a. 
quelques dizaines de centimetres, voire un a deux metres 
avec un lecteur de forte puissance. 

30 La- figure 3 represente une variante 15 de la carte 

sans contact de la figure 2 qui differe de cette derniere 
par le fait que le support 11 comprend une bobine 
d' antenne 16 de grande taille, qui est equivalente a la 
bobine 12 de la figure 2, et une bobine d' antenne 17 de 

35 petite taille. Le circuit integre 1 et la petite bobine 
17 sont agences au centre de la bobine 16, la bobine 17 
etant connectee au circuit integre 1, tandis que la 
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grande bobine 16 est en boucle fermee, ses deux 
extremites etant connectees ensemble. La grande bobine 16 
et la petite bobine 17 sont couplees induct ivement et la 
grande bobine 16 forme une sorte de relais amplif icateur 
5 passif pour la petite bobine 17. Le couplage inductif 
entre les deux bobines est renforce en prevoyant une 
spire 16-1 de la grande bobine 16 qui entoure la petite 
bobine 17 a une faible distance de celle-ci. 

Une carte a puce sans contact realisee conformement 
10 a la figure 3 est reputee moins couteuse a fabriquer que 
la carte puce sans contact representee en figure 2 car il 
n'y a pas de contact electrique a realiser entre la 
grande bobine 16 et le circuit integre 1 au moment de la 
fabrication de la carte. Le circuit integre 1 et la 

15 petite bobine 17 peuvent etre realises sous la forme d'un 
micromodule integre, selon des techniques de fabrication 
collective peu couteuse a mettre en ceuvre. 

Le micromodule 20 de la figure 4 comprend une 
plaquette support 21 en epoxy ou en cSramique de 

20 dimension inferieure a celle du support plastique decrit 
plus haut, qui porte un circuit integre sans contact 1 et 
une bobine d'antenne 22. La bobine 22 entoure etroitement 
la plaquette de silicium du circuit integre 1 et la 
surface de 1' ensemble peut €tre ramenSe a quelques 

25 centimetres carres. L 1 encombrement du micromodule 20 est 
nettement inferieur a celui d'une carte a puce mais la 
distance maximale de communication offerte est plus 
faible, de l'ordre du centimetre a quelques centimetres. 

Le micromodule 25 de la figure 5 est realise selon 

30 la technique dite "coil on chip" ("bobine sur puce") et 
est exclusivement constitue par la plaquette de silicium 
du circuit integre 1, une bobine 26 etant directement 
formee sur la plaquette de silicium par dep6t de metal. 
La zone active de la plaquette, qui comprend les 

35 composants electroniques du circuit integre, est 
representee par une zone hachuree. Cette zone active peut 
etre agencee au centre de la bobine 26, comme represents. 
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ou etre entierement recouverte par la bobine 26. Ce type 
de micromodule represente a l'heure actuelle le plus haut 
■ degre d 1 integration d'un circuit integre sans contact et 
de sa bobine associee mais off re une distance maximale de 
5 communication tres faible, de I'ordre du millimetre a 
quelques millimetres . 

Le micromodule 3 0 represente en figure 6, decrit 
dans la demande internationale WO 00/01013 au nom de la 
demanderesse, const itue un compromis entre les deux 

10 micromodules precedents. Le micromodule 3 0 comprend une 
plaquette support 31, par exemple en silicium, sur 
laquelle est agence le circuit integre sans contact 1. Le 
circuit integre 1 est enterre dans une couche isolante 
(non visible sur la figure) , par exemple en polyimide, 

15 sur laquelle est agencee une bobine 32, des ouvertures 
etant realisees dans la couche isolante pour assurer un 
contact electrique entre le circuit integre et la bobine. 
Un tel micromodule 30 prSsente un encombrement superieur 
a. celui de la figure 5 mais nettement inferieur a celui 

20 de la figure 4. Comme le support 31 off re une surface 
d'agencement de bobine qui est superieure a celle de la 
plaquette du circuit integre 1, la taille de la bobine 32 
peut etre choisie plus importante et la distance maximale 
de communication obtenue peut etre de I'ordre de celle du 

25 micromodule de la figure 4, pour un encombrement plus 
faible. 

En definitive, la juxtaposition de modules du type 
represents en figures 2 et 3 conduit a realiser un 
dispositif offrant une distance maximale de communication 

30 importante mais presentant un encombrement et un prix de 
revient eleves . Inversement, la juxtaposition de 
micromodules du type represente en figures 4 a 6 conduit 
a realiser un dispositif de faible encombrement mais 
offrant une distance maximale de communication faible. 

35 Aspects generaux de 1' invention 

La presente invention repose sur 1 1 idee simple mais 
non moins inventive selon laquelle la technique 
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d 1 amplification du couplage induct if au moyen d'une 
bobine d'antenne agencee en boucle fermee, telle 
qu'illustree sur la figure 3, est applicable a la 
realisation d'un dispositif comprenant plusieurs circuits 
5 integres et leur bobines d'antennes individuelles, la 
bobine passive amplif icatrice St ant dans ce cas utilisee 
en tant qu'antenne collective. Si I 1 on observe la figure 
3, on voit en effet qu'il existe au centre de la bobine 
une place importante pouvant etre utilisee pour recevoir 
10 d'autres circuits integres et leurs bobines 
individuelles . 

Une autre idee de la presente invention, allant de 
pair avec la premiere, est de prevoir dans chaque circuit 
integre des moyens de gestion des collisions entre 

15 messages. De telles collisions se produiront 
inevitablement puisque des circuits integres sans contact 
partageant la meme bobine d'antenne collective vont se 
trouver simultanement active 1 par le champ magnetique emis 
par une station d 1 emission/ reception de donnees. 

20 Or, les procedes de gestion de collisions sont en 

soi classiques dans le domaine des etiquettes 
electroniques sans contact et peuvent §tre appliques a la 
presente invention. Pour memoire, la figure 7 illustre un 
cas de collision classique entre trois circuits integres 

25 sans contact 1, 1', 1" pourvus chacun d'une bobine 
d'antenne 2, 2', 2" et se trouvant simultanement dans le 
champ d' interrogation FLD emis par une station d' emission 
et/ou reception de donnees 5. Un circuit integre et un 
seul doit etre selectionne par la station 5 et les autres 

30 doivent etre mis en sommeil pendant la duree de la 
communication. A cet effet, divers precede dits 
"anticollision" peuvent §tre utilises, notamment celui 
qui est decrit par la norme ISO 14443 ou dans la demande 
internationale WO 97/42578 au nom de la demanderesse . Ce 

35 procede anticollision consiste par exemple a envoyer un 
message d' interrogation generale aux circuits integres, 
et a selectionner le circuit integre ayant repondu le 
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premier. Les circuits integres sont agences pour, sur 
reception d'un message d 1 interrogation, determiner une 
position aleatoire de reponse sur une echelle temporelle 
de reponse, envoyer un message de reponse quand la 
5 position de reponse est atteinte ou se placer dans un 
etat de veille quand un message est recu avant que la 
position de reponse ne soit atteinte. 

Exemples de realisation de dispositifs selon 
1 1 invention 

10 La figure 8 represente un dispositif selon 

1' invention 40, comprenant un support 41 sur lequel est 
agencee (ou dans lequel est incorporee) une bobine 
collective 42 agencee en boucle fermee. Le support 41 est 
par exemple en matiere plastique, en epoxy ou en 

15 ceramique, et la bobine collective 42 est realisee en 
cuivre, en aluminium ou au moyen d'une encre conductrice. 

Divers micromodules sans contact, ici quatre 
micromodules 45, 45', 45", 45 ' ' 1 , sont agences au centre 
de la bobine collective 42. Le "centre de la bobine 

20 collective" est une aire qui est delimitee par 
1 ' enroulement de plus f aible diametre de la bobine 
collective. Les micromodules 45, represented 
s enema tiquement, comportent chacun un circuit integre 
sans contact et une bobine d'antenne individuelle 46, 

25 46', 46", 46'' 1 de petite taille. Les micromodules sont 
realises selon toute technique de fabrication connue, 
notamment 1 1 une des techniques precedemment decrites en 
relation avec les figures 4, 5 et 6. Ainsi, par exemple, 
un micromodule 45 realise conformement au micromodule 25 

30 de la figure 5 est une simple puce de silicium sur 
laquelle a ete prealablement formee une bobine. Chaque 
micromodule 45 met en oeuvre un protocole de transmission 
de donnees incorporant un procede anticollision du type 
decrit plus haut . 

35 La bobine d'antenne 46 de chaque micromodule 45 est 

couplee inductivement a la bobine collective 42 du fait 
de l'agencement des micromodules au centre de la bobine 
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collective 42. La distance maximale de communication avec 
chague micromodule 45 est satisfaisante et est de 1 ' ordre 
de dix fois la distance maximale de communication que 
presenterait chaque micromodule en 1 ' absence de la bobine 
5 collective 42. 

Le dispositif 4 0 est bien entendu susceptible de 
di verses variantes, notamment en ce qui concerne la forme 
du support et celle de l'antenne collective, ainsi que 
leurs materiaux constitutif s . En particulier, la bobine 

10 collective 42 peut presenter en son centre divers 
enroulements de faible diametre venant entourer les 
micromodules 45, a 1 ' image de 1 ' enroulement 16-1 
represents en figure 3 . 

Le dispositif 4 0 est egalement susceptible de 

15 diverses applications. Dans une application, le 
dispositif 40 est utilise en tant qu' etiquette 
electronique pour 1 ' identification de marchandises , 
chaque circuit integre etant affecte au stockage 
d 1 informations d'un type determined En supposant que le 

20 dispositif soit agence sur un conteneur de marchandises, 
le premier micromodule 46 est par exemple utilise 1 pour 
stocker des informations relatives au conteneur lui-m§me, 
comme sa date de mise en service, I'identite du 
proprietaire, la date limite d' utilisation du conteneur 

25 (date a laquelle il doit Stre recycle), son poids a vide, 
son poids maximum en charge, etc.. Le second micromodule 
46 1 est par exemple utilise pour stocker des informations 
relatives au transport du conteneur, notamment le lieu 
d'origine du container, sa destination finale, les pays 

30 de transit, etc.. Le troisieme micromodule 46" est par 
exemple utilise pour stocker des informations relatives 
aux marchandises que contient le conteneur, notamment 
leur nature, leur nombre, I'identite des destinataires 
des marchandises sur le lieu d'arrivee du container, le 

35 cas echeant les conditions speciales de conservation des 
marchandises (temperature, humidite) . Enfin, le quatrieme 
micromodule 46''' est par exemple utilise pour stocker 
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des informations concemant les douanes, notamment la 
valeur des marchandises stockees dans le conteneur, le 
cout unitaire de chaque marchandise , etc. . 

Dans une autre application, la combinaison des 
5 circuits integres sans contact est utilisee pour cumuler 
les capacites de stockage de donnees offertes par chacun 
des circuits integres, la capacite de stockage d'un 
circuit integre sans contact de la production courante 
etant generalement assez faible. Par exemple, chaque 

10 circuit integre comprend dans une zone de sa memoire une 
valeur representant le rang "i" du circuit integre 
relativement aux autres circuits integres de la 
combinaison. Chaque circuit integre off re une zone 
memoire MEM i pour stocker des donnees, dans laquelle "i" 

15 est le rang attribue au circuit integre. L 1 ensemble des 
circuits integres constitue ainsi une memoire globale MEM 
comprenant la somme des zones memoires de rang croissant 
MEMI, MEM2, MEM3 , MEM4 de chacun des circuits integres. 
La memoire globale peut itre utilisee par une station 

20 d' emission/ reception de donnees pour lire ou enregistrer 
des donnees de grande longueur. Ce mode de realisation 
concerne aussi bien le domaine des cartes a puce que 
celui des badges electronique ou celui des etiquettes 
electroniques . 

25 Dans encore une autre application, on souhaite 

stocker dans un meme dispositif des donnees medicales 
(carnet de sante electronique) , des donnees relatives a 
1'etat civil -d'une personne (carte d'identite 
electronique) , des donnees relatives a la situation de 

30 famille d'une personne (carnet de famille electronique) , 
des donnees relatives aux autorisations de conduire des 
vehicule a moteur (permis de conduire electronique) , 
etc. . 

Un dispositif 50 selon 1' invention, prevu pour une 
35 telle application, est illustre sur les figures 9 et 10 . 
Le dispositif 50 a 1' aspect d'un carnet comprenant une 
couverture 51 et un dos 52 en carton ou en matiere 



WO 02/11061 



-13- 



PCT/FR01/02149 



plastique, et' des "pages" 53. La couverture 51 (ou le dos 
52) incorpore une antenne collective 60 et chaque page 
recoit ou peut recevoir un ou plusieurs micromodules 
electroniques sans contact 61 du type decrit plus iiaut. 
5 Dans un mode de realisation, chaque page est une pochette 
fine formee par deux feuilles plastiques, pourvue d'une 
fente ou de plusieurs fentes d 1 introduction d'un ou 
plusieurs micromodules 61. Chaque micromodule 61 prend la 
forme d'une carte plastique de faibles dimensions 
10 incorporant un circuit integre sans contact et une bobine 
d 1 antenne individuelle. Dans un autre mode de 
realisation, chaque micromodule 61 prend la forme d'une 
puce de silicium avec bobine integree ("coil on chip") 
fixe sur une feuille plastique agencee dans un carnet a 
15 anneaux, a spirales ou a. reliure. 

Lorsque le carnet 50 est referme, comme illustre en 
figure 10, chaque micromodule 61 se retrouve agence selon 
un axe passant par la partie cent rale de la bobine 
collective 51, c'est-a-dire la partie delimitee 
20 exterieurement par la spire de plus faible diametre de la 
bobine collective. Chaque micromodule 61 peut ainsi §tre 
lu et/ou ecrit au moyen d'un lecteur d' etiquette 
electronique classique compatible avec le protocole 
anticollision mis en ceuvre par les micromodules, en 
25 passant le lecteur devant la couverture 51. 

Diverses autres variantes de realisation et 
applications d'un dispositif selon 1' invention peuvent 
bien entendu etre prevues par 1 ' homme de 1 ■ art . 

Pour completer la description qui precede, on 
30 decrira ci-apres un exemple d ' architecture classique de 
circuit integre pouvant €tre utilise pour mettre en ceuvre 
la presente invention. 

Exemple d' architecture classique de circuit integre 
sans contact 

35 L ^ figure 11 represent e un exemple classique 

d' architecture de circuit integre 1 fonctionnant sans 
contact 1, connecte a une bobine d' antenne individuelle 
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Ls qui est elle-meme couplee a une bobine d'antenne 
collective Lc selon 1' invention. Le circuit integre 1 
comprend une capacite interne Cs formant avec la bobine 
d'antenne individuelle Ls un circuit d'antenne resonnant 
5 de type LC, ainsi qu'un pont redresseur Pd a diodes, un 
circuit de demodulation DCT connecte aux bornes du 
circuit d'antenne LsCs, un circuit de modulation de 
charge MCT, une unite cent rale UC a logique cablee ou a 
microprocesseur, et un plan memoire MEM. Le plan memoire 

10 MEM comprend une memoire morte (ROM) , une memoire 
programmable et effacable elect riquement (EEPROM) et une 
memoire vive (RAM) . Le circuit de modulation de charge 
MCT pilote un transistor de modulation de charge Tl qui 
est connecte aux bornes de la bobine Ls par 

15 1 ' intermediaire d'une resistance de charge Rl. 

Lorsque la bobine Ls se trouve dans le champ 
magnetique FLD emis par la bobine Lp d'un lecteur 
d' etiquette RDT (ou station d' emission/reception de 
donnees) , par exemple un champ magnetique oscillant a 

20 13,56 MHz, une tension alternative induite Va amplifiee 
par la presence de l'antenne collective Lc apparait aux 
bornes de la bobine Ls. La tension Va est redressee par 
le pont a diodes Pd dont la sortie delivre une tension 
d' alimentation Vcc du circuit integre. La transmission de 

25 donnees dans le sens du lecteur RDT vers le circuit 
integre 1 est assuree par une modulation de 1' amplitude 
du champ magnetique FLD emis par le lecteur. La tension 
induite Va est demodulee par le circuit DCT qui delivre 
les donnees recues DTr a 1' unite centrale UC. La 

30 transmission de donnees dans le sens du circuit integre 1 
vers le lecteur RDT est assuree par modulation de la 
charge de la bobine d'antenne Ls, qui se repercute sur la 
bobine d'antenne Lp du lecteur RDT. Cette modulation de 
charge est assuree le circuit modulateur MCT, qui 

35 applique au transistor Tl un signal de modulation de 
charge qui est fonction des donnees DTx a transmettre, 
fournies par 1' unite centrale UC. 
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Lorsque le circuit integre est active par le champ 
FLD apres avoir ete en sommeil, 1 'unite centrale UC 
commence par executer les etapes du procede anticollision 
choisi. Par exemple, 1 'unite centrale UC attend la 
5 reception d'un message d 1 activation generale et determine 
sur reception de ce message un temps aleatoire d' envoi 
d'une reponse. Si un message est recu avant que le temps 
aleatoire ne soit ecoule, 1" unite centrale se place en 
mode veille dans I'attente d'un autre message 
10 d' activation generale. 
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REVENDICATIONS 

1. Dispositif (40, 50) comprenant une combinaison 
d'au moins deux circuits integres sans contact (1, 45, 
61) , chaque circuit integre etant connecte a. une bobine 
d'antenne individuelle (46, Ls) pour emettre et/ou 

5 recevoir des donnees par couplage inductif, caracterise 
en ce qu'il comprend une bobine d'antenne collective (42, 
60, Lc) de plus grande taille que les bobines d'antenne 
individuelles des circuits integres, et des moyens (41, 
51, 53) pour agencer la bobine individuelle d'un circuit 

10 integre a. proximite de la bobine collective, au moins 
lorsque des donnees doivent etre lues et/ou ecrites dans 
le circuit integre, de maniere que la bobine individuelle 
du circuit integre soit couplee inductivement a la bobine 
collective, les circuits integres (1, 45, 61) etant 

15 agences ou programmes pour mettre en oeuvre un protocole 
anticollision permettant a une station d' emission et/ou 
reception de donnees de selectionner un circuit integre 
et un seul au cours d'une communication avec le 
dispositif. 

20 

2. Dispositif (4 0) selon la revendication 1, 
caracterise en ce que la bobine individuelle (46) de 
chaque circuit integre (45) est couplee de facon 
permanente a la bobine collective (42) . 

25 

3. Dispositif selon la revendication 2, caracterise 
en ce que la bobine collective (42), les circuits 
integres (45) et les bobines d'antenne individuelles (46) 
sont agences sur un support commun (41) , les circuits 

30 integres et les bobines d'antenne individuelles etant 
places au centre de la bobine collective (42) . 

4. Dispositif (50) selon la revendication 1, 
caracterise en ce que la bobine collective (60) est 

35 agencee sur un premier support (51) , les circuits 
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20 



25 



integres (SI) sont agences sur un ou plusieurs support 
(53) diffirents du premier support, le dispositif 
comprenant des raoyens pour rapprociier le support (53) 
d'un circuit integre du support (51) de la bobine 
collective (60) au moins lorsque des donnees doivent etre 
lues et/ou ecrites dans le circuit integre. 

5. Dispositif selon la revendication 4, caracterise 
en ce que la bobine collective (60) et les circuits 
integres (61) sont agences sur des supports sensiblement 
plats (51, 53) articules autour d'un axe de maniere a 
former une sorte de carnet (50) . 

6. Dispositif selon la revendication 5, dans lequel 
les supports plats sont des pochettes (53) . 

7. Dispositif selon l'une des revendi cat ions 1 a 6, 
caracterise en ce que chaque circuit integre et sa bobine 
d'antenne individuelle sont realises sous la forme d'un 
micromodule de faibles dimensions (20, 25, 30, 45) . 

8. Dispositif (40) selon l'une des revendi cat ions 1 
a 7, caracterise en ce que les circuits integres (45) 
sont agences ou programmes pour former ensemble un 
circuit integre equivalent dont la capacite globale de 
stockage de donnees est superieure a la capacite de 
stockage individuelle de chacun des circuits integres. 

9. Dispositif selon la revendication 8, caracterise 
en ce que chaque circuit integre (45) comprend dans sa 
memoire (MEM) une donnee representant le rang (»i») du 
circuit integre au regard des autres circuits integres du 
dispositif, en vue de 1 'addition des capacites de 
stockage de donnees des circuits integres par addition de 
zones memoire (MEMi) . 
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